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(1) Semiconductor devices and memories development, electrical characterization
methodology & physics, and TCAD.

(2) Semiconductor processes, material science, equipment/tools, and machine learning
and Al for modeling - plasma physics, surface chemistry reaction, selective
deposition on dielectric/conductor, electro-chemistry, atomic-layer deposition/etch,
organic/in-organic chemistry synthesis, physical chemistry, lithography, e-beam,
chemical vapor deposition, physical vapor deposition, and vacuum system.

(3) Exotic devices and materials - spintronics, magnetism, two-dimensional (2D)
materials.

(4) Compact modeling about semiconductor electrical/magnetic devices, interconnection,
radio-frequency mmwWave, three-dimensional IC (3DIC), microelectromechanical
system (MEMS) and bio-sensor.

(5) Algorithm development for model extraction/characterization or methodology for new
applications of SPICE simulation.

(6) First-principles modeling of material characteristics (electrical, magnetics, etc.),
material design and synthesis for nano-scale fabrication.

(7) Electronic design automation (EDA) and methodology, focusing on tool/methodology
for future design-technology co-optimization (DTCO).

(8) Next-generation design architectures, including three-dimensional IC (3DIC), power
distribution network, standard cells, memory, input/output (10), etc.

(9) 3DIC/advanced packaging-related (Develop the best PPAC interconnect and
packaging integration technology to integrate different semiconductor elements as
one system)

(10) Other semiconductor-related topics.
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	一、 個人資料蒐集之目的
	本公司為處理您報名本獎學金相關事宜（包括且不限為報名管理、身分確認、審核活動聯繫等），並將您的資料建檔於本公司人才資料庫等目的，將蒐集、處理、利用您的個人資料。依據法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之分類，上述本公司蒐集您個人資料之目的屬「人事管理(002)」、「契約、類似契約或其他法律關係事務(069)」、「教育或訓練行政(109)」、「產學合作(110)」「其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(181)」等。
	二、 個人資料之類別
	本公司僅會於本同意書第一條所定特定目的範圍內，蒐集您的個人資料。這些資料包括但不限於您的姓名、身分證字號、學校、電子信箱等可以辨識您本人之資料。依據法務部「個人資料保護法之特定目的及個人資料之類別」之分類，本公司蒐集您的個人資料之類別包括「辨識個人者(C001)」、「政府資料中之辨識者(C003)」、「個人描述(C011)」、「學校記錄(C051)」、「資格或技術(C052)」、「著作(C056)」、「學生（員）、應考人紀錄(C057)」、「工作經驗(C064)」等。
	三、 個人資料利用之期間、地區、對象及方式
	四、 您依個人資料保護法所得行使之權利及方式
	五、 不提供個人資料對您權益之影響
	您可以自由決定是否提供您的個人資料予本公司，惟您亦瞭解如不完整提供該等資料，您將無法申請本獎學金。
	□我同意並瞭解上述台積電博士獎學金個人資料蒐集、處理及利用同意書所有內容，並擔保我所提供予台積電之資料均屬真實正確。
	聲明人：___________＿＿＿
	身分證字號：___________＿＿＿
	通訊地址：___________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

